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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zum Herstellen einer Tragerplatte fur elektrische Bauteile 

Die Tragerplatte 0) ^^r elektrische Bauteile (2. 3, 4) wetst 
sine Durchgangsoffnung (5) auf. in der eine bauteilseparate 
Warmesenke (6) zum Ableiten der Verlustwarme eines zu 
kiihlenden Bauteits (3) fixiert wird. Um eine effektive 
Kiihlung des Bauteils (3) zu gewahrleisten. wird die Durch- 
gangsoffnung (5) unterhalb des Bauteils (3) erzeugt und die 
Warnnesenke (6) bezuglich der Durchgangsoffnung (5) im 
Untermal^ ausgebildet. Die Warmesenke (6) wird nach dem 
Einbringen in die Durchgangsoffnung (5) unter Bildung eines 
Pre&sitzes plastisch vertormt. 
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Beschreibung 



Die Erf^ndung betrifft em Verfahren -^^^^^ 

kannten Verfahren wird m e.n« ^^^^ 
seitlich eines ^" '^"hlenden Bautegs ^^^^^^ 
offnung vorgesehen,m der durch bcnwa 

gerplatte wird erne J^^^^^^J^'i te^^^^^^ mit ,5 

ler Luftspalt. ■„ c^wiirher NShe zu dem zu 20 

Da die Warmesenke nur m "eulicher Nane 

kuhlenden Bauteil ''"g^^^^" IJoaU^^^^^^^ 
Schicht und dem Bauteil ^^^'^P^^S V^^^ 
KfihUeistung bei der J .^^f g^^n mit einer be- 

daB die iiber Wi™«-J,\in^^^^^^^^^ 

Sg%MeM^^ 30 
nismaBig groBe l^"Wko^er erfordertcm g 

von Tragerplatten. die ^''^''^^'^^^i^^) bestuckt 
die Oberflachenmontage (SMD-Bauteuen, 
werdensolhen.problematisch.we.ldieaufderSe^d^^^^ 35 

:Lmeableitenden S^jc^^^^^^^^^^ 

'«arng-?d=!?^^^ « 

Verfahren zun. Herstd.en e-r T;ag«T>^^^^^^^^ 
SL^^sttrisS'^m^^^^ 

fahren der eingangs S^^^'^^^'l/'Xb^^^'l^ kuhlenden 
und beispielsweise durch 

schaffen bei der ein besonders "nf*' t'^^^^^^^!!:: 

Durchgangs6ffnung eingepreBt w^^^^^^ 

dere gehauselose ^^^encTX^ SMngc ^^^^^^ 



die beim Drahtbonden etoe a^^^^^^ 

sclosen Schaltung a^^^'f ♦^"J*? 1^ Durchgangs6f fnung 
genommen. Vorzugsweise wird d« Dureh^^^^^ 

LkreiszyUndri^^^^^^^^^^^^ 

Erne vorteilhafte Ausgesiaixu s ^ bezug- 
Ben Verfahrens sieht vor, 'l*'^^'?.!;:™;^ ausgebildet 

L durch axiale Stauc^ung verfomj^^^^ 
Urn dem Warmeubergang zm^hen aem^^^ 

ke mit einem Metallteii verK^icu Gehause 

seiteabgefiihrtwird. , . ^jrd nacMolgend 

Fiff. 1 zeigt eine nach dem enmaungsgci 
. * LU^tMit^TraffcrolattemeinemGehause, 



Fiff. 1 zeigt eine nacn aem criiii^**t»6 %^kx„ca. 

ernndungsgemaBen Verfahrens h,nsK:htUch der Fixie 
rung einer W^!"®*^"^^;.,,,^. j fur elektrische Bautei- 

Schaltkreis c widerstande 4 handelu 
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die Durchgangsbohrung 5 und die W&rmesenke 6 sind in 
Rg. 1 nur aus Darstellungsgriinden voneinander ge- 
trennt gezeichnet; tatsachlich sind sie in der nachfoU 
gend geschilderten Weise miteinander verbunden. 

Fig. 2 zeigt im Zusammenhang mit dem Verfahrens- 5 
schritt des Einlegens der Warmesenke 6 in die Durch- 
gangsbohrung 5 den entsprechenden Bereich der Fig. 1 
in stark vergroBener Schnitt-Darsiellung. Die Warme- 
senke 6 weist etwa in ihrem mittleren Bereich eine um- 
laufende Verdickung 7 mit jeweiis einen Obergang bil- 10 
denden Fasen 8 und 9 auf. Die Warmesenke 6 wird vor 
dem Einsetzen in die Durchgangsbohrung 5 mit einem 
duktilen Material 10, vorzugsweise mit Weichgold, be- 
schichtet 

Wie Fig. 3 illustriert, bewirken in Axialrichtung 1 1 auf 15 
die Warmesenke 6 einwirkende ICrafte F eine plastische 
Verformung der Warmesenke 6. durch die eine die War- 
mesenke 6 verbreiternde Stauchung eintritt. Die War- 
mesenke 6 weist damit die in Fig. 3 gezeigte Form auf, 
wahrend ihre urspriingliche Form lediglich zur Verdeut- 20 
lichung gestrichelt dargestellt ist. Die plastische Verfor- 
mung erzeugt zumindest im Bereich der Verdickung 7 
einen PreBsitz der Warmesenke 6 in der Durchgangs- 
bohrung 5, durch den die Warmesenke 6 auBerordent- 
lich fest und mit ihrer Unterseite 12 exakt parallel zur 25 
Leiterplattenunierseite 13 fixiert ist 

Fig. 4 zeigt eine altemaiivc Ausgestaltung der Pixie- 
rung einer Warmesenke 6' in einer Durchgangsoffnung 
5' einer Tragerplatte 1'. Die Warmesenke ist beziig- 
lich der Durchgangsoffnung 5' mit einem ObermaB aus- 30 
gebildet. Bevor die Warmesenke 6' in die Durchgangs- 
offnung 5' eingeprefit worden ist, wurde sie mit einem 
duktilen Material zur Vermeidung einer RiBbildung be- 
schichtet Die Warmesenke 6' ist in der Durchgangsdff- 
nung 5' nach dem Einpressen fest in einem PreBsitz 35 
gehahen. Unterhalb der verh^ltnismaBig dicken Trager- 
platte 1' befindet sich ein Kuhlkorper 15, der mit der 
Warmesenke 6' in direktem warmeaustauschenden 
Kontakt stehL Die Warmesenke 6' kann an dem Kuhl- 
korper 15 auch direkt angeformt sein. Alternativ konnte 40 
eine mit UntermaB ausgebildete Warmesenke in der 
Durchgangsoffnung auch eingeklebt sein. 

Nach der Fixierung der Warmesenke 6 wird das Bau- 
teil 3 bzw. 3' mit der ihm zugewandten Seite 20, 20' (Fig. 
1 und 4) der Warmesenke 6, 6' thermisch leitend ver- 45 
klebt. AnschlieBend werden zur Herstellung eiektri- 
scher Verbindungen (nur in der Fig. 4 naher dargestell- 
te) Bond-Drahte 21 von AnschluBpunkten 22, 22' des 
Bauteils 3, 3' zu entsprechenden AnschluBpunkten 23, 
23' auf der Tragerplatte 1, 1' gezogen. Obwohl dabei 50 
hohe mechanische Belastungen auf das Bauteil 3, 3' und 
die Tragerplatte 1, 1' einwirken. ist die Warmesenke 6»6' 
durch ihren PreBsitz zuveriassig fest in der Durchgangs- 
bohrung 5, 5' f uciert. 

AnschlieBend wird die Tragerplatte 1 in ein andeu- 55 
tungsweise dargestelltes Gehause 25 (Fig. 1) einge- 
bracht, wobei die dem Bauteil 3 abgewandte Seite 26 
der Warmesenke 6 mit einem Metallteil 27 — vorzugs- 
weise mit dem Boden des Gehauses 25 — verklebt wird. 
Eine Leuchtdiode 30 wird Qber Anschliisse 31 und 32 mit 60 
der auf der Tragerplatte 1 ausgebildeten Schaltung ver- 
bunden. Die so aufgebaute Einheit bildet ein Modul zur 
Umwandiung digitaler Signale in Lichtsignale, die an 
einen an das Modul angeschlossenen Lichtwellenleiter 
33 abgegeben von diesem empfangen werden. es 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren ist eine Tra- 
gerplatte mit sehr effektiver direkter Verlustwarmeab- 
fuhr herstellbar; das Stauchen der Warmesenke 6 ge- 



966 Al 

4 

stattet eine auBerst hohe Fertigungstoleranz der MaBe 
der W&rmesenke 6 und der Durchgangsbohrung 5. weil 
diese Toieranz in vorteilhafter Weise durch den plasti- 
schen Verformungsvorgang dieser beiden Fugeteile 
ausgeglichen werden kann. Das Gehause 25 dient Qber 
die Warmesenke 6 gleichzeitig als Kuhlkorper, so daB 
eine effektive Kiihlung des Bauteils 3 und der gesamten 
Tragerplatte 1 ohne die Notwendigkeit eines zusStzli- 
Chen Kuhlkdrperbauteils erfolgt 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen einer Tragerplatte (1) 
fiir elektrische Bauteile (Z 3, 4), bei dem eine bau- 
teilseparate Warmesenke (6) zum Ableiten der 
Verlustwarme eines zu ktihlenden Bauteils (3) in 
einer Durchgangsoffnung (5) der Tragerplatte (1) 
fixiert wird, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Durchgangsoffnung (5) unterhalb des zu kuhlenden 
Bauteils (3) erzeugt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Warmesenke (6) in die Durch- 
gangsoffnung (5) eingepreBt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Warmesenke (6) beziiglich der 
Durchgangsdffnung (5) im UntermaB ausgebildet 
und nach dem Einbringen in die Durchgangsoff- 
nung (5) unter Bildung eines PreBsitzes plastisch 
verformt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Warmesenke (6) durch axiale 
Stauchung verformt wird. 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das zu kiih- 
lende Bauteil (3) mit der ihm zugewandten Seite 
(20) der Warmesenke (6) thermisch leitend verklebt 
wird. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die dem zu 
kuhlenden Bauteil (3) abgewandte Seite der War- 
mesenke (6) mit einem Metallteil (27) verklebt wird, 
das Teil eines die Tragerplatte (1) aufnehmenden 
Gehauses (25) ist. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spriiche. dadurch gekennzeichnet, daB die Warme- 
senke (6) vor dem Einsetzen mit einem duktilen 
Material (10), vorzugsweise mit Weichgold, be- 
schichtet wird. 
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